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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
1.1   ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

ธุรกิจอุตสาหกรรมก็เหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ตองเผชิญกับแรงกดดันจากปจจัยแวดลอมหลาย 
ดาน  เชน  ดานลูกคา ซ่ึงนับวันลูกคาจะมีทางเลือกและอํานาจการตอรองสูงขึ้น  และอาจมี
พฤติกรรมการซื้อ การบริโภคเปลี่ยนแปลงไปไดเสมอ  ดานคูแขงขัน ซ่ึงนอกจากจะมีจํานวนมาก
แลว  ระดับการแขงขันก็รุนแรงขึ้นทุกที  ดานเทคโนโลยี ซ่ึงในปจจุบันมีความกาวหนาแบบกาว
กระโดด เกิดเครื่องมือ  เครื่องจักร  และเทคนิคใหม ๆ ขึ้นตลอดเวลา  เปนตน ปจจัยเหลานี้สราง
ผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรมในการอยูรอดและเติบโตใหไดตามเปาหมาย  ธุรกิจอุตสาหกรรม
จึงจําเปนตองปรับตัวภายใตสภาวะความกดดันเหลานี้ ใหสามารถเอาชนะคูแขงขัน และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคาใหได  ซ่ึงอาจใชวิธีการตอไปนี้ (ศิริวรรณ และคนอื่นๆ , 2545) 

1. สรางขอไดเปรียบทางตนทุน  ลดความสูญเปลา  ลดตนทุนใหต่ําลง 

2. พัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง  ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 

3. ปรับปรุงใหเกิดความรวดเร็วทันเวลา 

4. ใชนวัตกรรม 

 
ปจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  มีการนําเทคโนโลยีและ

เครื่องมือใหมมาใชในกระบวนการผลิต  ทําใหผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการผลิตแลวมีคุณภาพ  
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดนับวนัจะมี่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ตลอดทั้งมีการ
แขงขันดานคณุภาพ  ตนทนุ และการสงมอบ  ซ่ึงหากองคกรใดสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดแลว จะสามารถนํามาซึ่งความ ไดเปรียบในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  และจะ
สงผลใหองคกรประสบผลสําเร็จตามมา                                          

อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรแบบออนก็เชนเดียวกัน ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขัน
อยางสูงของตลาดได  อันเนี่องมาจากอุตสาหกรรมแขนงนี้มกีารเปลี่ยนแปลงดานลักษณะการใช
งานของตัวผลิตภัณฑ ตลอดจนรูปลักษณตางๆและความตองการของตลาดอยางรวดเร็ว  ดังนัน้
ผูประกอบการตองควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต  การประกอบ  ตลอดจนชิ้นสวนตางๆที่ใช
จะตองมีคุณภาพ  โดยคํานึงถึงความพอใจของลูกคาเปนหลัก  อยางไรก็ตามถึงแมบริษัทจะผลิต
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สินคาที่มีคุณภาพสูงเพียงใด  แตถาของเสียจากการผลิตสูงบริษัทก็ไมสามารถอยูรอดได  ดังนั้นการ
ควบคุมของเสียที่เกดิขึ้นจากการผลิตจึงเปนสิ่งสําคัญที่ไมสามารถละเลยได  การใชทรัพยากรอยาง
มีคุณคาจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได   การใชกําลังคน  วสัดุ  อุปกรณ  ตลอดจนเครือ่งจักรที่ใชใน
กระบวนการผลิต จะตองใชใหเกิดประโยชนกับบริษทัมากที่สุด  ดวยปจจัยเหลานี้ทาํให
วัตถุประสงคการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตสงผลใหเกิดประโยชนกับโรงงานที่
ทําการศึกษาเปนอยางมาก 

บริษัทตัวอยางวิจัยเร่ิมกอตั้งที่เมืองฮอบกิน มลรัฐมินิโซตา เมื่อ 28 ปที่ผานมา โดยผลิตลีด
วายส (Lead wire) ที่ใชกับฮารดดิส (Hard Disc) และป 2539  บริษัทอินโนเวกซ ไดซ้ือ บริษัทลิตช
ฟวด (Litchfield) ที่มลรัฐมินิโซตา เพื่อผลิตแผงวงจรแบบออน (Flex Circuit) และปตอมาได
กอสรางโรงงานแหงใหม ทีลิ่ตชฟวด และทําการผลิตแผงวงจรแบบออน จําหนายใหกับลูกคาทั่ว
โลก  สองปตอมาไดขยายโรงงานมาที่ประเทศไทย โดยการเขามาซื้อบริษัท แอ็ดเฟล็คซ (Adflex) ที่
จังหวดัลําพูน  เพื่อผลิตแผงวงจรแบบออน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

บริษัทตัวอยางวิจัย เปนผูผลิตแผงวงจรแบบออน สํานักงานใหญคอืบริษัท อินโนเวกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยูที ่79 หมู 4 เขตสงออกโซน 2    นิคมอุสาหกรรมภาคเหนอื ต .บานกลาง 
อ.เมือง จ.ลําพูน ปจจุบันบรษิัทอินโนเวกซ ประเทศไทย มีโรงงาน 3 แหง 

1. โรงงานหลักตัง้อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวัดลําพนู (ITL1) 
2. โรงงานผลิตสวนประกอบยอย อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนอื จังหวัดลําพูน 

(ITL2) 
3. โรงงานผลิตวัสดุพื้นฐานหลักซึ่งไดยายมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูในบรเิวณ

เดียวกับโรงงานหลัก (ITL3) 
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รูปที่ 1.1 แสดงผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนของบริษัทวจิัย 
 

แผงวงจรแบบออนเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของแผงวงจรแบบแข็ง (Printed Circuit 
Board, PCB) ซ่ึงไดมีการนํามาใชคร้ังแรกในประเทศอังกฤษในป ค.ศ.1936 เปนสวนประกอบของ
วิทยุโดยวิศวกรชาวออสเตรียน Paul Eisler ตอมาในปค.ศ.1943 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเร่ิมนาํ
เทคโนโลยีแผงวงจรแบบออนมาใชอยางแพรหลายในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผูนําในดานการ
ใชเทคโนโลยนีี้โดยนําไปใชกับอุปกรณอิเลคทรอนิคสเกือบทุกประเภท ตั้งแตกลางป ค.ศ.1950 
เปนตนมา 

ผลิตภัณฑตวัอยาง WDC เปนผลิตภัณฑใหมซ่ึงทางบริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาเพื่อนําไป
ประกอบเปนหัวอานฮารดดสิก ดังแสดงในรูป 1.2 
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รูปที่ 1.2 แสดงผลิตภัณฑเมือ่ประกอบเปนหัวอานฮารดดิส 

 
ซ่ึงในสวนประกอบตางๆของแผงวงจรแบบออน บริษัททํากานผลิตโดยโรงงานที่นิคม

อุตสาหกรรมลําพูนจํานวน 3 โรงงานซึ่งมีช่ือเรียกวา ITL1 , ITL2 , ITL3  รวมทั้งผลิตภัณฑตัวอยาง 
WDC ดังแสดงในรูปที่ 4.3 สงไปใหลูกคา พบวาผลิตภัณฑแผงวงจรแบบออนเกิดการโคงงอ 
(Warpage) ทําใหไมสามารถวางบนอุปกรณจับยึดเพื่อการประกอบได รูปแสดงปญหาที่เกิดขึ้นรูปที่ 
1.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 แสดงผลิตภัณฑ WDC 
 
 

แผงวงจรแบบออน 
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รูปที่ 1.4  แสดงปญหาการโคงงอที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกบัคูแขง 
 

ในการวิเคราะหปญหาเบื้องตนจะตองตั้งมาตรฐานการตรวจสอบใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาโคยทางลูกคาจะวดัคาความโคงงอ เปนระยะหางจากฐานอางอิงจนถึงตัวผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑที่ลูกคาสามารถยอมรับไดจะตองมีระยะหางจากฐานอางองิจนถึงตัวผลิตภัณฑไมเกนิ 
0.75 มม. ดังแสดงในรูปที่ 1.5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1.5 แสดงระยะที่ลูกคาสามารถยอมรับได 
 

ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางงานกอนสงใหลูกคาจํานวน 100 ตัวอยาง เพือ่หาคาเฉลี่ยระยะความ
โคงผลิตภัณฑ WDC มีคาเฉลี่ยความระยะความโคงอยูที่ประมาณ 1.4 มม. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.606 ดังแสดงในรูปที่ 1.6 

 
30 mils (0.75 mm.) Accept @ < 30 mils (0.75 mm.)

อุปกรณจับยึด 
ตัวผลิตภัณฑ 

พ้ืนอางอิง 

 
INVX INVX 

Competitor Competitor 

ผลิตภัณฑของบริษัท ผลิตภัณฑของบริษัท 

ผลิตภัณฑของคูแขง ผลิตภัณฑของคูแขง 
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รูปที่ 1.6 แสดงระยะคาเฉลี่ยความโคงของผลิตภัณฑ WDC 
 
จากรูปแสดงใหเห็นวาผลิตภณัฑตวัอยาง WDC ยังไมสามารถไดตามความตองการของ

ลูกคา ดังนั้นกอนสงงานใหลูกคาบริษัทจะตองแกไขโดยการเพิ่มกระบวนดดัผลิตภณัฑเพื่อลดการ
โคงงอ ซ่ึงจะทําใหตนทนุเพิ่มขึ้นประมาณ 2,520,000 บาท ตอประมาณการผลิตประจําป 2550 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงประมาณการแผนการผลิตในเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม ป 2550 

เดือน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤษจิกายน ธนัวาคม

ปริมาณการผลิต (ชิน้) 10,000 20,000 100,000 300,000 400,000 400,000  
 

 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

  1.2.1   เพื่อลดปญหาการการโคงงอของแผงวงจรแบบออน (ผลิตภัณฑ WDC จาก 1.4 มม. 
เปน 0.75 มม.)  

  1.2.2   เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยหลักที่มีผลตอการโคงงอแผงวงจรแบบออน 
(ผลิตภัณฑ WDC)  
 
1.3   ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 
 1.3.1   ศึกษาในโรงงานตัวอยาง บริษัทอินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากดั 

 1.3.2   ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑแผงวงจรอิเลคทรอนิคสแบบออนรุน WDC  
1.3.3    ใชขั้นตอนซิกซิกมามาประยุกตใชในการหา และกรองปจจัยที่มผีลตอความโคงงอ

ของแผงวงจรแบบออน 

D a t a

Fr
eq

ue
nc

y

3 .7 53 .0 02 . 2 51 . 5 00 . 7 5

3 0

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0

M e a n

1 .4 8 8 0 .4 5 8 6 1 0 0

S tD e v N
1 .6 9 8 0 .6 0 6 1 1 0 0
1 .4 2 7 0 .3 7 7 9 1 0 0

V a r ia b le

S t if fe n e r  h e ig h t L

H ig h e s t  p o in t a t  D y n a m ic
S t if fe n e r  h e ig h t R

H i s t o g r a m  o f  H i g h e s t  p o i n t  a t ,  S t i f f e n e r  h e i g h t ,  S t i f f e n e r  h e i g h t
N o r m a l กราฟแสดงคาเฉลี่ยความโคงของผลิตภัณฑ  WDC 
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1.3.4 ใชการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลแบบเศษสวน (Fractional Factorial Design) 
เพื่อหาปจจัยทีม่ีผลตอการโคงงอ 

1.3.5 ลดเปอรเซ็นชิ้นงานที่เกิดการโคงงอมากกวา 0.75 มม. จาก 100 เปอรเซ็น ใหเหลือ
อยางนอย 50 เปอรเซ็น 

 
 
1.4    วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1.4.1   ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
รวบรวมขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีรวมทั้งเอกสารงานวิจัย

วิชาการตางๆที่เกี่ยวของ จากขอมูลแหลงตางๆเชน จากโรงงานอุตสาหกรรมผูผลิตแผงวงจรจรแบบ
ออน ตําราหนังสือทางวิชาการ และเวปไซต เพื่อใหเห็นภาพรวมในการออกแบบการทดลองรวมกับ
แนวคิดทางซิกส ซิกมา เพื่อวิเคราะหหาตัวแปรหลักในกระบวนการผลิต จากกระบวนการผลิตหลัก
ที่มีผลตอความโคงงอของแผงวงจรแบบออน 

1.4.2 วิเคราะหหากระบวนการที่มีความเปนไปได ซ่ึงอาจมีผลตอคาความโคงงอของ
แผงวงจรแบบออน 

1.4.3 วิเคราะหหากระบวนการผลิตหลัก จากกระบวนการที่มีความเปนไปได 
โดยใชหลักการออกแบบการทดลองแบบ 2k กับกระบวนการที่มีความเปนไปได

ทั้งหมดที่ไดจากขั้นตอนที่ 1.4.2ใน 2 ระดับ คือ การมี (With +) และการไมมี (Without -) 
กระบวนการนั้นๆ เพื่อหากระบวนการผลิตหลัก 

1.4.4   วิเคราะหหาขั้นตอนการผลิตยอย ที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอกอยางมี
นัยสําคัญจากกระบวนการผลิตหลัก 

ใชหลักการออกแบบการทดลองแบบ 2k กับขั้นตอนการผลิตยอย (Sub-process Steps) 
ของกระบวนการผลิตหลักที่ไดจากขั้นตอนที่ 1.4.2 ใน 2 ระดับ คือ การมี (With +) และการไมมี 
(Without -) ขั้นตอนนั้นๆ เพื่อหาขั้นตอนการผลิตยอยหลัก 

  1.4.5   วิเคราะหหาตัวแปรหลัก จากขั้นตอนการผลิตยอยที่มีผลตอคาความโคงงอของ
แผงวงจรแบบออนอยางมีนัยสําคัญ  

โดยใชเครื่องมือสําคัญบางสวนของวิธีการทางซิกสซิกมา (Six Sigma) ที่ถือไดวาเปน
หลักการแกไขปญหาอยางเปนระบบ หลักการหนึ่งมาชวยในการวิเคราะหหาตัวแปรหลักใน
กระบวนการผลิตที่มีผลตอคาความโคงงอของแผงวงจรแบบออน อันไดแก แผนผังเหตุและผล 

(C&E Matrix), การวิเคราะหปญหาและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)  
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1.4.6   วิเคราะหหาตัวแปรหลักที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลองแบบแฟคชั่นแนลแฟคทอเรียลเชิงเศษสวน กับ
ตัวแปรหลักที่ไดจากขั้นตอนที่ 1.4.5 

1.4.7   สรุปผลการวิเคราะหหาตัวแปรการผลิตหลักของคาความโคงงอของแผงวงจรแบบ
ออน 

สรุปผลการวิจัยขอมูลและความรูตางๆที่ไดจากการออกแบบและทําการทดลองเพื่อ
การควบคุมและปรับลดการโคงงอของแผงวงจรแบบออน เพื่อใหเห็นและเขาใจภาพรวมขององค
ความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้ รวมทั้งแสดงขอจํากัด ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ 
 
 
1.5   ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย 
 

 1.5.1   ลดปญหาการโคงงอของแผงวงจรแบบออน 

 1.5.2   ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดการโคงงอของแผงวงจรแบบออน 

 1.5.3 ลดคาใชจายในการแกปญหาการโคงงอของแผงวงจรแบบออน 
 

 


